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易發精機股份有限公司

報告人：劉國麟 總經理

2025.12.01

法人說明會
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免責聲明

本次法說會提供之簡報可能涵蓋對於未來營運展望之陳述，此陳述係基於
本公司依現況可得資訊作成對未來事件之預期，儘管本公司認為此預期具
合理性，但仍涉及風險及不確定性。

由於前述之風險及不確定性，預期事件或結果可能不會發生，故本公司實
際結果可能與這些前預期存在重大差異，針對此未來實際結果與預期狀況
之差異，實際資料請參考公開資訊觀測站，本公司將不承擔更新或修改相
關陳述之責任。
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01
公司簡介
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基本介紹

公 司 名 稱 易發精機股份有限公司

證 券 代 號 6425

成 立 日 期 1988.08.22

董 事 長 羅文進 先生

總 經 理 劉國麟 先生

實收資本額 新台幣 486,020 千元(2025/09/30)

員 工 人 數 集團總計 586 人(2025/11/30)

主 要 業 務 智能設備、系統機架組件、設備代工
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集團員工人數：586人(2025/11/30)
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營運範疇

易 發 集 團

易發
精機

東野
精機

日福
精工

智能設備的研發製造與⾏銷
(ODM/OBM)

易發精機
設備代⼯與系統化組件業務
(OEM)

東野精機

特殊塑膠材料
精密加⼯解決方案

日福精工

智能設備產業價值鏈
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智能化裝備

光電產業

•FOG Inline 
•OCA in-Line
•OLB Bonder
•AI伺服器自動組裝線

半導體產業

• FOUP自動包裝機
•FOUP自動拆包機
•全自動晶圓檢查機
• FOUP Filter 交換機

綠能產業

•儲能圓柱電池芯組裝
•方形電池全自動組裝線
•圓柱電池模組自動線
•端蓋板自動組裝線

生醫產業

•隱形眼鏡製鏡設備
•隱形眼鏡檢測機
•彩拋製程設備
•隱形眼鏡裁切設備
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研發技術
先進Bonding 接合技術

高精度
光學對位

應用領域

LCD/OLED 顯示模組、半導體先進封裝製程、

易發精機提供完整的接合設備解決方案，涵蓋 FOG、FOB、ILB、Flip Chip 等應用，能高度對應半導體與光電製程需求。

技術特點：

高產速與
穩定節拍

多材料
導通能力

新世代
ILB設計

關鍵
模組優化

結構
模組化設計

溫壓
全域控制

導入效益：有效提升導通穩定性、減少人工作業誤差、提升良率，並強化產能與製程一致性。
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研發技術
高精密貼合（Lamination）技術

易發精機具備完整貼合設備開發經驗，包含 OCA、OCR、真空、水膠、曲面等多種貼合應用，特別針對觸控顯示與感測
模組製程進行最佳化。

技術特
點：

OCA 光學
貼合技術

OCR
（液態水膠）
真空貼合

真空與曲面
貼合技術

全參數
閉環控制

兼容異材
與異形產品

雙層貼合
應用

UV固化
貼合工法

應用領域

智慧型手機 / 平板 / 車載顯示、感測器 / 光耦元件組裝、On-cell、曲面顯
示、
導入效益：提升光學品質與顯示均勻度，降低材料不良與貼合氣泡率，支援多樣客製需求並強化產品競爭力。
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研發技術

易發精機自主研發 AOI 系統整合 AI 演算法、光學成像與運動控制平台，提供高速、高精度瑕疵檢測與自動分類。

技術特點：

AI 深度學習
影像演算法

多瑕疵類型
全檢能力

高速掃描與
多工位結構

MES 串接與
數據分析

模組化設計
與彈性應用

應用領域

晶圓檢測與封裝 AOI、光電顯示 / 面板 AOI、生醫器材 / 隱形眼鏡檢測

導入效益：全自動化實現 100% 瑕疵篩選，減少人工判定誤差，提高檢出率與決策效率，實現智能品管與預防性維護。

自動光學檢測技術
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02
營運與財務實績
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近四季營收/毛利率
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近四季產品組合
產品別營收及占比

單位：新台幣千元；％
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近四季產品組合
智能設備之應用端比重
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全球客戶
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客戶夥伴

CHIPBOND GF
Himax GIS

FOXCONN INNOLUX AUOHannStar

BOE PowertipCSOT

MicroViewWINSTAR ArimaQualcomm

hTCWistronGetac

JABIL

Lens
MILDEX

PBC

VISCO

GPDaxon

CTC KOE

PEGATRON Molicel

GIS

TONG HSINGTSMTLextar

ProLogium

KDL

中澤BIEL

ChipMOS PSMC

tsmc SOITEC UMC

NAN YA Zhonghuan
Advanced

SICC

ASE SPIL VSMC

鴻海

綠能事業部半導體事業部 光電事業部 自動化事業部

(以下僅為部份名單)
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綜合損益表
最近三年度及2025年前三季

單位：新台幣千元；％
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合併資產負債表
最近二年度及2025年第三季

單位：新台幣千元；％
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財務比率分析
最近二年度及2025年前三季
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03
Q&A
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Thank You！


